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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月21日(2019.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モノのインターネット(IoT)接続性モジュールであって、
　ワイヤレスネットワークプラットフォームを実装するように構成された接続性チップと
、
　前記IoT接続性モジュールが物理的に接続された周辺機器としてホストに見えるように
、前記接続性チップと、少なくとも1つのプロセッサを有する前記ホストとの相互接続を
提供するように構成された1つまたは複数の標準周辺インターフェースと、
　デバイスツーデバイス(D2D)アプリケーションであって、
　　近位D2D通信フレームワークに関連するコマンドプロトコルおよび1つまたは複数の通
信サービスを実装することであって、前記コマンドプロトコルおよび前記1つまたは複数
の通信サービスは、近接度ベースの分散バスを介した直接D2D通信を有効化する、実装す
ることと、
　　前記近位D2D通信フレームワークに関連する前記コマンドプロトコルを前記1つまたは
複数の標準周辺インターフェースを介してエクスポーズすることと
を行うように構成されたアプリケーションとを備えるIoT接続性モジュール。
【請求項２】
　前記IoT接続性モジュールを前記ホストに結合する専用割込み回線であって、前記D2Dア
プリケーションは、前記少なくとも1つのプロセッサにおいてデータが消費できるように
なったことに応答して前記専用割込み回線をアサートするように構成される専用割込み回
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線をさらに備える、請求項1に記載のIoT接続性モジュール。
【請求項３】
　前記1つまたは複数の標準周辺インターフェースと前記専用割込み回線は、前記IoT接続
性モジュールと前記ホストとの間の物理配線を構成する、請求項2に記載のIoT接続性モジ
ュール。
【請求項４】
　前記1つまたは複数の標準周辺インターフェースと前記専用割込み回線は、前記IoT接続
性モジュールと前記ホストとの間のチップ内仮想配線を構成する、請求項2に記載のIoT接
続性モジュール。
【請求項５】
　前記エクスポーズされたコマンドプロトコルに関連する1つまたは複数のコマンドを前
記1つまたは複数の標準周辺インターフェースを介して前記少なくとも1つのプロセッサか
ら受信し、
　前記近位D2D通信フレームワークに関連する前記1つまたは複数の通信サービスを呼び出
して前記1つまたは複数のコマンドに対処するように構成された少なくとも1つのアプリケ
ーションプログラムインターフェースをさらに備える、請求項1に記載のIoT接続性モジュ
ール。
【請求項６】
　前記近位D2D通信フレームワークにバインドされた1つまたは複数のインターフェースを
実装するように構成された埋込みファームウェアをさらに備える、請求項1に記載のIoT接
続性モジュール。
【請求項７】
　前記IoT接続性モジュールと相互接続された前記ホストに関連するサービス構成を記憶
するように構成されたメモリをさらに備える、請求項1に記載のIoT接続性モジュール。
【請求項８】
　前記ワイヤレスネットワークプラットフォームは、少なくとも無線周波数フロントエン
ドと1つまたは複数のワイヤレス無線とを備える、請求項1に記載のIoT接続性モジュール
。
【請求項９】
　装置であって、
　ワイヤレスネットワークプラットフォームを実装するように構成された接続性チップと
、
　装置が物理的に接続された周辺機器としてホストに見えるように、前記接続性チップと
、少なくとも1つのプロセッサを有する前記ホストとの相互接続を提供するように構成さ
れた1つまたは複数の標準周辺インターフェースと、
　近位デバイスツーデバイス(D2D)通信フレームワークに関連するコマンドプロトコルお
よび1つまたは複数の通信サービスを実装し、前記近位D2D通信フレームワークに関連する
前記コマンドプロトコルを前記1つまたは複数の標準周辺インターフェースを介してエク
スポーズするための手段であって、前記コマンドプロトコルおよび前記1つまたは複数の
通信サービスは、近接度ベースの分散バスを介した直接D2D通信を有効化する手段とを備
える装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも1つのプロセッサにおいてデータが消費できるようになったことに応答
して前記ホストに通知するための手段をさらに備える、請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記1つまたは複数の標準周辺インターフェースと前記ホストに通知するための前記手
段は、前記装置と前記ホストを結合する物理配線を構成する、請求項10に記載の装置。
【請求項１２】
　前記1つまたは複数の標準周辺インターフェースと前記ホストに通知するための前記手
段は、チップ内仮想配線を構成する、請求項10に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記エクスポーズされたコマンドプロトコルに関連する1つまたは複数のコマンドを前
記1つまたは複数の標準周辺インターフェースを介して前記少なくとも1つのプロセッサか
ら受信するための手段と、
　前記近位D2D通信フレームワークに関連する前記1つまたは複数の通信サービスを呼び出
して前記1つまたは複数のコマンドに対処するための手段とをさらに備える、請求項9に記
載の装置。
【請求項１４】
　前記近位D2D通信フレームワークにバインドされた1つまたは複数のインターフェースを
実装するための手段をさらに備える、請求項9に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ホストに関連するサービス構成を記憶するための手段をさらに備える、請求項9に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記ワイヤレスネットワークプラットフォームは、少なくとも無線周波数フロントエン
ドと1つまたは複数のワイヤレス無線とを備える、請求項9に記載の装置。
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